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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Urtininlzt daha iyi kullanmaniza yardimei olacak énemli bilgiler saglar.
DiKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2021 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tim haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluglarinin ticari markalaridir. Diger ticari
markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
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Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
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Kasa boyutlari
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Rakam 1. Kasa boyutlari
Tablo 1. Sistem icin kasa boyutu
Siriiciiler Xa Xb Y Za Zb Zc
6 veya 8 surict | 482,0 mm (18,97 | 434,0 mm (17,0 | 86,8 mm (3,41 35,84 mm (1,41ing) | 837,2 mm (32,96 | 872,8 mm
ing) ing) ing) gerceveli 22,0 mm ing) Kulaktan (34,36 in¢)
(0,86 ing) gercevesiz | arka duvara Kulaktan PSU
koluna

®| NOT: Zb, sistem karti G/C konnektorlerinin bulundugu nominal arka duvar dis yizeyini ifade eder.

Kasa agirhgi

Tablo 2. Kasa agirhg:

Sistem yapilandirmasi

Maksimum agirlik (tiim siiriiciiler/SSD'ler ile)

6 x 2,5 ing + 4 x DW-FL karti (6n) + 2 x LP PCle karti (arka)

29 kg (63,94 Ib)

8 x2,5in¢ + 4 x DW-FL karti (6n) + 4 x PCle karti (arka)

34,9 kg (76,94 Ib)
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Islemci 6zellikleri

Tablo 3. Dell EMC PowerEdge R750xa islemci teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci

Desteklenen islemci sayisi

islemciler

40’a kadar gekirdek destegi ile 3. Nesil Olgeklenebilir Intel Xeon

PSU teknik ozellikleri

Sistem, iki adede kadar AC veya DC guc kayna@ birimini (PSU) destekler:

A UYARI: Yalnizca yetkili elektrikcilere yonelik talimatlar:

Tablo 4. Sistem icin PSU teknik 6zellikleri

-(48-60) V DC veya 240 V DC gii¢c kaynagi kullanan sistemler, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitiisii (ANSI)/Ulusal
Yangin Onleme Birligi (NFPA) 70, Ulusal Elektrik Yonetmeligi'nin 110-5, 110-6, 110-11, 110-14 ve 110-17 numarali maddeleri
uyarinca erisimin kisitlanmis oldugu yerlerde kullanima yoneliktir.

240 V DC giic kaynaklari, kullanildiklari iilkede veya bdlgede sertifikali glic dagitim birimlerinden gelen 240 V DC cikisi
varsa bu cikisa baglanmalidir.

Giic kaynagi kablolari/atlama telleri ve ilgili fisler/prizler/konnektorler, baglanti icin kullanilacaksa sistemde belirtilen
derecelendirme etiketiyle uyumlu elektrik derecelendirmelerine sahip olmalidir.

En yiksek En yiiksek
Isi giic Yok Yok giic Yok
PSU | sinif | 9391MI | coopans | Gerilim [ vg - - e e Akim
(maksim Yiksek Yiksek Yiksek Diisiik Diisiik
um) hat/-72 hat/-72 hat 240 hat/-40 | hat/-40
vDC vDC vDC vDC vDC
1400 W 459 1 50/60 |100 - 240
AC Platinum | BTU/ s v 2380 W 1400 W 1400 W 1785 W 1050 W 12-8A
saat
1400 W
K,fj]r;a 5459
HVDC Yok BTU/ Yok 240V 2380 W 1400 W 1400 W 1785 W 1050 W 6,6 A
saat
(sadece
Cin'de)
2400 W ) 9213 50/60 |100 - 240
AC Platinum BTU/sa Hy Vv 4080 W 2400 W 2400 W 2380 W 1400W | 16-13,5A
2400 W
Karma
Mod 9213
HVDC Yok BTU/sa Yok 240V 2380 W 1400 W 1400 W 1785 W 1050 W 1"2A
(sadece
Cin'de)
@ NOT: Sistem yapllandirmanizi segerken veya yuikseltirken, en iyi gi¢ kullanimini saglamak igin sistem gu¢ tiketimini Dell.com/ESSA

adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akilli C6zUm Danigmani) ile dogrulayin.

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge R750xa sistem agagidaki isletim sistemlerini destekler:

e Canonical Ubuntu Server LTS
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Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server + Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Daha fazla bilgi icin www.dell.com/ossupport adresine gidin.

Sogutma fani ozellikleri

Sogutma secenekleri

Optimum termal performansi strddrmek icin Dell EMC PowerEdge R750xa'ya islemci TDP, depolama moddilleri, grafik islem birimi (GPU) ve
strekli bellege bagl olarak cesitli sogutma bilesenleri gerekir.

Dell EMCPowerEdgeR750xa iki tur sogutma segenedi sunar:

e Hava sogutma
e islemci sivi sogutma (istege bagl)

Sogutma fani 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi alti adede kadar sogutma fanini destekler.

Tablo 5. Sogutma fani 6zellikleri

Fan tipi Kisaltma Diger adi Etiket rengi Etiket resmi
Sistem fani Fan 60 x 76 mm sistem | YOK
fani

Rakam 2. 60 x 76 mm sistem fani

Sistem pili ozellikleri

PowerEdge R750xa sistem, CR 2032 3,0 V lityum digme pil destekler.
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Genisletme karti yukselticisi teknik ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi PCI Express (PCle) 4. Nesil genisletme kartlariyla dért adede kadar tam yUkseklikli veya sekiz adet
dustk profilli yikseltici yuvalarini destekler.

Tablo 6. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari

PCle yuvasi

GPGPU ortiisu
ile

R1 yuva secici kartiyla
sag GPU vyiikseltici
modiili

R2a (Yiikseltici 2)

R3b (Yiikseltici 3)

R4 yuva secici
kartiyla sol GPU
yikseltici modiilii

Yuva 3

Disuk profil- Yarim
uzunluk

x16

Yuva 4

Tam yUkseklik-
Yarim uzunluk

x8

Yuva b

Tam yukseklik-
Yarim uzunluk

x8

Yuva 6

Dusuk profil- Yarim
uzunluk

x16

Yuva 31

Tek genislikli/Cift
geniglikli- Tam
yUkseklik-Tam

uzunluk(Dell 6zel

braketli)

x16

Yuva 32

Tek genislikli/Cift
geniglikli- Tam
yUkseklik-Tam

uzunluk(Dell 6zel

braketli)

x16

Yuva 33

Tek geniglikli/Cift
geniglikli- Tam
yUkseklik-Tam

uzunluk(Dell 6zel

braketli)

x16

Yuva 34

Tek geniglikli/Cift
geniglikli- Tam
yUkseklik-Tam

uzunluk(Dell 6zel

braketli)

x16

Bellek ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi optimum galisma igin asagidaki bellek zelliklerini destekler.

Tablo 7. Bellek 6zellikleri

DIMM tipi

DIMM derecesi

DIMM

Tek islemci

Cift islemci

kapasitesi

Minimum RAM

Maksimum RAM

Minimum RAM

Maksimum RAM

RDIMM

Tek asamali

8 GB

8 GB

128 GB

16 GB

256 GB

Cift asamali

16 GB

16 GB

256 GB

32 GB

512 GB

32 GB

32 GB

512 GB

64 GB

17B

64 GB

64 GB

17B

128 GB

27TB

LRDIMM

Dort asamali

128 GB

128 GB

27TB

256 GB

47TB
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Tablo 7. Bellek 6zellikleri (devami)

Tek islemci Cift islemci
DIMM tipi | DIMM derecesi| D'M.';" .
apasites! | Minimum RAM | Maksimum RAM | Minimum RAM | Maksimum RAM
. ) 128 GB 128 GB 1TB 256 GB 27TB
Intel Strekli
Bellek 200 serisi Cift asamali 256 GB 256 GB 27TB 512 GB 47TB
BPS
( ) 512 GB 512 GB 47TB 1TB 8TB
®| NOT: 8 GB RDIMM, Intel Surekli Bellek 200 serisi (BPS) ile desteklenmez.
Tablo 8. Bellek modiilii soketleri
Bellek modiilii soketleri Hiz
32, 288 pim 3200 MT/sn

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi asagidaki denetleyici kartlarini destekler:

Tablo 9. Sistem icin depolama denetleyicisi kartlari

ic denetleyiciler

Harici denetleyiciler

3150

PERC H745
PERC H755
PERC H755N
PERC H345
PERC H355
HBA355I

M.2 SSDs 240

GB or 480 GB

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x
M.2 SSD 240 GB veya 480 GB

e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x

PERC H840
HBA3G55E

@ NOT: Yazilim RAID $150, yalnizca yonga seti SATA arka panelli SATA siirticllerde veya islemci dogrudan PCle kablosu arka panele
bagl evrensel yuvalardaki NVMe sUrUcullerde desteklenir.

Surucu ozellikleri

Suruciuler

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi sunlari destekler:
e 8 x 2,5 ing galigirken degistirilebilir SAS, SATA surict veya NVMe surtcd.

e 6 x 2,5in¢ calisirken degistirilebilir NVMe strtcu.

@ NOT: NVMe PCle SSD U.2 cihazini calisirken degjistirme hakkinda daha fazla bilgi icin https://www.dell.com/support, Tiim Uriinlere
Goz At > Veri Merkezi Altyapisi > Depolama Adaptorleri ve Denetleyiciler > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle
SSD > Belgeler > El Kitaplar ve Belgeler adresindeki Dell Express Flash NVMe PCle SSD Kullanici Kilavuzu'na bakin.

Teknik 6zellikler
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Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 10. USB 6zellikleri

On Arka Dahili (istege Bagl)
USB baglanti n:l?tr;?::;llr!:m USB baglanti Kanatcik noktalarinin USB baglanti Kanatcik noktalarinin
noktasi sayisi noktasi sayisl noktasi sayisi

USB 2.0 uyumlu Bir USB 2.0 uyumlu Bir Dahili USB 3.0 Bir

baglanti noktasi baglanti noktasi uyumlu baglanti
noktas|

Micro USB 2.0, Bir USB 3.0 uyumlu Bir !

iDRAC Direct baglanti noktalar

@ NOT: Micro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi, yalnizca iDRAC Direct veya bir yénetim baglanti noktasi olarak kullanilabilir.

NOT: USB 2.0 teknik 6zellikleri, glic baglantill USB aygitlarina gu¢ vermek icin tek kablo Uzerinde 5 V kaynak saglar. Birim yikd USB
2.0'da 100 mA ve USB 3.0'da 150 mA olarak tanimlanir. Bir aygit, USB 2.0'daki bir bagdlanti noktasindan en fazla 5 birim yik (500 mA);
USB 3.0'daki baglanti noktasindan ise 6 birim yUk (900 mA) cekebilir.

@ NOT: USB 2.0 araytizl, dustk gutgli cevre birimlerine gl saglayabilir, ancak USB 6zelliklerine uymalidir. Harici CD/DVD Sariculeri gibi
yUksek guclu ¢evre birimlerinin galismasi igin harici bir glic kaynagi gerekir.

NIC baglanti noktasi 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi, Anakartta (LOM) LAN'a yerlesik olarak ve istege bagl OCP kartlarina entegre olmak Uzere iki adede
kadar Ag AraylUzu Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini destekler.

Tablo 11. Sistem icin NIC baglanti noktasi teknik 6zellikleri

Ozellik Ozellikler
LOM card 1GbE x 2
OCP karti (OCP 3.0) 1 GDE x 4, 10 GbE x 2, 10 GbE x 4, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4

Seri konnektor ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi, 9 pimli konnektér Veri Terminali Ekipmani (DTE) 16550 uyumlu bir adet istede badl kart tipi seri
konektor destekler.

istege bagll seri konnektor karti, genisletme karti dolgu braketine benzer sekilde takilir.

VGA baglanti noktalarinin teknik ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi, 6n ve arka (sivi sogutma igin istege bagl) panellerin her birinde Bir DB-15 VGA baglanti noktasini
destekler.

IDSDM (istege bagl)

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi Dahili Cift SD moddlint (IDSDM) destekler.
IDSDM, iki SD kartini destekler ve asagidaki yapilandirmalarda kullanilabilir:

10 Teknik 6zellikler



Tablo 12. Desteklenen SD kart depolama kapasitesi

IDSDM karti

e 16GB
e 32GB
e 64GB

@l NOT: Bir IDSDM kart yuvasi yedeklilik igin ayrilmistir.

@l NOT: IDSDM olarak yapilandiriimig sistemlerle iligkili Dell EMC markali SD kartlari kullanin.

Video ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xa sistemi 16 MB video gergeve arabellegine sahip timlesik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 13. Sistem icin desteklenen ¢oziinirliik secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Cevre ozellikleri
O,

NOT: Cevre sertifikalar ile ilgili ek bilgi icin www.dell.com/support/home adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgeler balimiinde Uriindin
Cevresel Veri Sayfasi'na bakin.

Tablo 14. Calistirma iklim araligi kategorisi A2

Sicaklik Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

< 900 metre (< 2953 fit) yukseklik igin sicaklik Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 10 ila 35°C (50 ila 95°F)
araliklar
Nem yUzdesi araliklari (her zaman yogunlagmayan) -12°C minimum yogusma noktasiyla %8 badil nem ve 21°C (69,8°F) maksimum

yogusma noktasiyla %80 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/300 m (33,8°F /984 fit)
oraninda dasdrdldr.

Tablo 15. Calistirma iklim araligi kategorisi A3

Sicakhk Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

Teknik 6zellikler 1"
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Tablo 15. Calistirma iklim araligi kategorisi A3

(devami)

Sicaklik

Ozellikler

< 900 metre (< 2953 fit) yukseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).

Nem yUzdesi araliklari (her zaman yodunlagsmayan)

-12°C minimum yogusma noktasiyla %8 bagdil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %85 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/175 m (33,8°F/574 fit)
oraninda dusuraldr.

Tablo 16. Calistirma iklim aralig: kategorisi A4

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

< 900 metre (< 2953 fit) yukseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 5-45°C (41-113°F).

Nem ylzdesi araliklari (her zaman yogunlasmayan)

-12°C minimum yogusma noktasiyla %8 badil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %90 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) Gizerinde 1°C/125 m (33,8°F/410 fit)
oraninda dusUrdldr.

Tablo 17. Tiim kategorilerde ortak gereksinim

ler

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

Maksimum sicaklik gecisi (calisma ve galisma digi igin
gegerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (9°F), bant icin bir saatte 5°C
(9°F)

@ NOT: * - Bant donanmi i¢in ASHRAE termal yonergeleri uyarinca bunlar anlik
sicaklik degisiklik oranlari degildir.

Calisma disi sicaklik sinirlari

-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)

Calisma disi nem limitleri

27°C (80,6°F) maksimum nem noktaslyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum calisma digi yUkseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum galisma ytksekligi

3048 metre (10.000 fit)

Tablo 18. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma

5 Hz - 500 Hz degerlerinde 10 dakika igin 0,21 G (tUm galisma yonelimlerinde)

Depolama

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 Gy (altl kenarin timu test
edilmistir)

Tablo 19. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi

Ozellikler

Calisma 11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 6 G'lik alti adet art arda
verilen sarsinti darbesi.
Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her

tarafinda tek darbe) art arda verilen alti sarsinti darbesi.

12 Teknik 6zellikler




Termal kisitlama matrisi

Tablo 20. Etiket referansi

Etiket Aciklama

STD Standart

HPR YUksek performans

HSK IsI emici

LP Dusuk profil

FH Tam yikseklik

DW Cift Geniglikli (Xilinx FPGA hizlandiricr)
BPS Intel Strekli Bellek 200 serisi (BPS)

Tablo 21. islemci ve isi emici matrisi

Is1 emici

islemci TDP

2U HPR HSK

Tum iglemci TDP igin

Tablo 22. Termal kisitlama matrisi

Yapilandirma Minimum Tipik Maksimum Ortam sicakhgi
6n GPU TDP 70 WSW x 4 250 W DW x4 300 WDW x 4
On siiriiciiler x1 SAS/SATA x8 SAS/SATA x8 NVMe
CPU TDP/ 105 W 35°C
cTDP

120 W

135 W

150 W

165 W

185 W

206 W 2U HPR HSK'li Sistem Fani (60 x 76 mm)

220 W

230 W

240 W

250 W

265 W

270 W
@ NOT: Tum yapilandirmalar igin alti Sistem fani (60 x 76 mm) gereklidir.
@ NOT: T4 GPU karti, maksimum guc yUkuyle yUkseltici 2'de (R2a yuva 3/6) desteklenir.
@ NOT: Xeon(R) 8368Q yalnizca islemci sivi sogutmayi destekler.
@ NOT: Yalnizca ASHRAE A2 kategorisi ortam sicakligi desteklenir.
@ NOT: Tdm bellek yapilandirmalari igin yalnizca 2U HPR HSK!'li Sistem fani (60 x 76 mm) kullanilir.
@ NOT: BPS DIMM'ler yalnizca 30°C ortam sicakliginda desteklenir.

Teknik 6zellikler
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®| NOT: 128 GB LRDIMM, 64 GB RDIMM, 32 GB RDIMM, 16 GB RDIMM ve 8 GB RDIMM, 35°C ortam sicakliginda desteklenir.

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tablo, herhangi bir ekipmanin zarar gérmesini veya partikul ve gaz kirliliginden kaynaklanan arizalar énlemeye yardimci
olan sinirlamalart tanimlamaktadir. Partikul veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipmanin hasar gérmesine veya
arizalanmasina neden olursa, ¢evre kosullarini diizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestirilmesi musterinin sorumlulugundadir.

Tablo 23. Partikiil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

Hava filtreleme

%95 Ust guvenlik siniryla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile tanimlanan veri
merkezi hava filtrasyonu.

@ NOT: ISO Sinifi 8 kosulu, yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir.
Bu hava filtreleme gereksinimi, veri merkezi disinda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar igin gegerli
degildir.

@ NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13 filtrelemesi

olmalidir.
iletken toz Havada iletken toz, ginko teller veya diger iletken pargaciklar bulunmamalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar
icin gecgerlidir.
Agindirici toz e Havada asindirici toz bulunmamalidir.

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi %60 badil
nemden az olmalidir.

@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar
icin gecerlidir.

Tablo 24. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme

Ozellikler

Bakir par¢a asinma orani

<ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 bagina ayda 300 A.

GUmUs parca asinma orani

ANSI/ISA71.04-2013 tarafindan tanmlandigi sekilde <200 Azay.
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